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Lötkolben im Jahr 1921:
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• °
•
• Weichlote basieren meist auf Zinn → „Lötzinn“
•

• °
•
• Weichlote basieren meist auf Zinn → „Lötzinn“
•
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▪ SMT – Surface Mount Technology → Oberflächenmontagetechnik
▪ SMD – Surface Mount Device → Bauteile, deren Anschlüsse direkt 

mit den Lotdepots auf der Leiterplattenoberfläche verlötet werden
→ Bauteilseite = Lötseite → doppelseitige Bestückung möglich!

▪ THT – Through Hole Technology → Durchsteckmontagetechnik
▪ THD – Through Hole Device → bedrahtete Bauteile werden von der 

Bauteilseite aus durch Löcher in der Leiterplatte gesteckt und auf 
der gegenüberliegenden Lötseite gelötet.

THT-Lötstelle SMT-Lötstelle
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•
Fügepartnern → es entsteht eine Lötstelle.

•

•
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• Löten werden Bauteilanschlüsse (auch „Füße“ genannt) direkt mit 
den Lotdepots („Pad“ genannt) auf der Leiterplattenoberfläche verlötet.

•

„ “ genannt.

•
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PCB (Printed Circuit Board)

Die Grundplatine, die elektronische Bauteile mechanisch 
stützt und elektrisch über Kupferbahnen verbindet.

IC Komponente (Integrated Circuit)

Ein miniaturisierter elektronischer Schaltkreis, der 
Transistoren, Widerstände und andere Elemente auf einem 
Halbleiterchip enthält und für die Montage verpackt ist.

Gullwing (Lead Style)

Spezielle Form der Pins, die sich wie Möwenflügel nach 
außen und unten biegen; häufig bei QFP und SOIC für die 
Oberflächenmontage.

QFP (Quad Flat Package)

Flaches IC-Gehäuse mit Anschlüssen an allen vier 
Seiten, nach außen in Flügelform gebogen; geeignet für die 
Oberflächenmontage.

PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier)

Quadratische Kunststoffverpackung mit 
J-Lead Anschlüssen an allen vier Seiten; kann 
in eine Buchse gesteckt oder auf einer 
Oberfläche montiert werden.

SOJ (Small Outline J-lead)

Oberflächenmontage-Gehäuse ähnlich wie 
SOIC, jedoch mit J-förmigen Anschlüssen, die 
unter dem Gehäuse versteckt sind.

SOIC (Small Outline Integrated Circuit)

Kompaktes, rechteckiges Gehäuse für die 
Oberflächenmontage mit 
Möwenflügelanschlüssen an zwei Seiten; 
kleiner als Standard-DIP.
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•
→ mehr Wärmeübertragung

•
•

→ verbesserte Wärmeübertragung

•
•
•
• –
•
•

•
wählen → mehr Wärmeübertragung

•
→ intensive Spitzenpflege erforderlich

•

•
•
•
•

•
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•
→ mehr Wärmeübertragung

•

•

•
• °
• –

• Unterschiedliche Außendurchmesser erhältlich → passend zur 

•

•
Lötstelle) wählen → mehr Wärmeübertragung

•

•

•
• °
•

auch bei niedriger Spitzentemperatur → hauptsächlich für 

•
•
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•
) wählen → mehr Wärmeübertragung

•

•

•
• Abgeschrägte Spitze mit löffelartiger Mulde → 
• Hochqualitatives, rationelles Schwalllöten / „Schlepplöten“ 

Anschlüssen (QFP, SOIC…). Ähnelt dem Wellenlöten.
•

→ Mulde vorher restlos leeren (feuchter Schwamm, 

•

•

•

•
•
• Hochqualitatives, rationelles „Schlepplöten“ von kompletten 

•
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•
→ Winkel beachten

•
→ Richtige Breite wählen
→ Große oder kleine Fläche anlegen, je nach Platzangebot

•
• °
•

Landefläche zugleich → hochleistungsfähiger Lötspitzentyp
• Asymmetrischer Aufbau → große und kleine Auflagefläche 

•
•

•
→ Winkel beachten

•
→ Richtige Größe wählen
→ Basismaterial nicht unnötig beheizen

•
•

•

•
→ hochleistungsfähiger Lötspitzentyp

•
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Passend → OK
• –

•
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Lötspitze zuführen → 

verlaufen ist → abhängig von 
Spitze zügig entfernen → 

„Wischbewegung“ 
→ Lot erstarren lassen
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•
• Folge: Verbrennung, Delamination, Brüche…
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) → Beschädigungsgefahr!

Teils gibt es „Becher“ mit Abhebepipette, die über das Bauteil gestellt 

werden! → Sind alle Lötanschlüsse über dem Schmelzpunkt, lässt sich 
das Bauteil ganz leicht abheben → Sonst droht 
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Berührflächen aufgebracht werden → Wärmebrücke!

werden! → Sind alle Lötanschlüsse über dem Schmelzpunkt, lässt sich 
das Bauteil ganz leicht abheben → Sonst droht 
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Bleifreies Löten belastet die Lötspitzen stärker → Lötspitzen verschleißen schneller

→→

→→

→→

→→

→→
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„frisches“ Lot auf die Spitze
→








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• streifen → Lot kann spritzen, 

•
•
•

• Feucht halten, nicht nass → Kräftig ausdrücken nach 

•
•

•

•
•
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Einsatz von Stahlbürsten → 



  

 

– DIE „DON‘TS“ DER LÖTSPITZENPFLEGE/
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  

 

– DIE „DON‘TS“ DER LÖTSPITZENPFLEGE/
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→ danach unbedingt Restschleifmittel abstreifen!
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ELECTRONICS PRODUCTION EQUIPMENT
Weltweit präsent

Deutschland
Ersa GmbH & Co. KG
info@ersa.de 
www.ersa.com

Amerika
Kurtz Ersa, Inc.
usa@kurtzersa.com
www.ersa.com

Mexiko
Kurtz Ersa, S.A. de C.V.
info-kmx@kurtzersa.com
www.ersa.com

Asia
Kurtz Ersa Asia Ltd. 
asia@kurtzersa.com
www.ersa.com

China
Ersa Shanghai
info-esh@kurtzersa.com
www.ersa.com

Vietnam
Kurtz Ersa Vietnam  
Company Limited
info-kev@kurtzersa.com
www.ersa.com

Indien
Kurtz Ersa India 
india@kurtzersa.com
www.kurtzersa.com

Singapur
Kurtz Ersa Singapore  
info.kes@kurtzersa.com
www.kurtzersa.com

Fankreich
Kurtz Ersa FRANCE 
kefrance@kurtzersa.com
www.ersa.com

 �Eigene Vertriebs-/ 
Serviceniederlassungen
 Vertretungen vor Ort
 Sonstige Präsenz

Rumänien
Kurtz Ersa Romania S.R.L.
info.romania@kurtzersa.com 
www.kurtzersa.com


